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Elektronikas vērtību ķēde

Plašākā pusvadītāju vērtību ķēde
Šaurā pusvadītāju vērtību ķēde
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PUSVADĪTĀ JU VĒRTĪBU ĶĒDE (MCKINSEY)

https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/strategies-to-lead-in-the-semiconductor-world



A p z i n ā t p ē t n i e c ī b a s ,  i z g l ī t ī b a s ,  
i n d u s t r i j a s e s o š o s i t u ā c i j u n e  t i k a i
L a t v i j ā ,  b e t  a r ī B a l t i j ā ,  l a i
i d e n t i f i c ē t u v ā j ā s p u s e s ,  s t i p rā s
p u s e s ,  i e s p ē j a s ,  d ra u d u s ,  k ā a r ī
p o t e n c i ā l a s a t t ī s t ī b a s i e s p ē j a s ,  u n  
n ā k o t n e s v i r z i e n u s .

M Ē R Ķ I S
L a t v i j a s   p u s v a d ī t ā j u  
v ē r t ī b u  ķ ē d i  p ā r s t ā v o š o  
u z ņ ē m u m u  i z p ē t e

B a l t i j a s  v a l s t u   p u s v a d ī t ā j u  
v ē r t ī b u  ķ ē d i  p ā r s t ā v o š o  
i n o v ā c i j u  u n  
j a u n u z ņ ē m u m u  i z p ē t e

P ē t n i e c ī b a s ,  i z g l ī t ī b a s ,  
i n f r a s t r u k t ū r a s u n  
i n t e l e k t u ā l ā p o t e n c i ā l a
n o v ē r t ē j u m s

Esošās situācijas 
analīze Baltijas 
reģionā

P r i m ā r a i s  p ē t ī j u m s
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Education 
and 

science

Applications

Fabrication

MikroTik
International 
manufacturer of wireless 
devices

HansaMatrix
Manufacturer of electronic 
equipment in the Nordic 
and Baltic countries

LightSpace Technologies
Reality glasses

SAF Tehnika
Manufacturer of data 
transmission equipment

Schneider Electric
Axon cable  
Factories in Latvia

5G laboratory, 12 5G testbeds, fiber 
optical communication networks 
Use cases prototyping

Biomedicine
biobank, secure data 
transmission, smart biosensors

Institute of Solid State Physics UL
Nanotechnology center with clean 
room

UL Institute of Mathematics and 
Computer Science
Semiconductor algorithms, quantum 
cryptography

UL Institute of Numerical Modelling
Mathematical modeling of silicon single 
crystal growth processes

Sidrabe Vacuum
Vacuum coating equipment

Siltronic AG (Germany)
Growing of Silicon Crystals

KEPP EU
Crystal growing, 
modeling

Lightguide
Optical fibers

Ceram Optec
Manufacturer of 
optical fibers

RTU Faculty of Computer Science, 
Information Technology and Energy
• Chip level tests and algorithms for optical 

communication chips testing
• Intelligent computing and smart robotics

RTU Faculty of Natural Sciences and 
Technology
Technologies of materials and surfaces

Quantum tech
Quantum encryption 
technologies

Ventspils Brīvosta / Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parks 
Clean Room

ISRL
Sub-FAB

Institute of 
Electronics and 
computer science 
ASIC design and sensor 
technologies

PARTNERI, KAS IZTEIKUŠI VĒLMI 

KĻŪT PAR AKTIVITĀTES 

KOORDINATORIEM



INDUSTRIJA LATVIJĀ

Industrijas raksturlielumi : 

• Mikročipu nozares tirgus apjoms 2022. gadā, 

ņemot vērā vērtību ķēdes pārstāvēto 

uzņēmumu apgrozījuma kopsummu, 

pārsniedza 614 miljonus EUR

• Kopējais nodarbināto skaits 697

• Kopējais apgrozījums 48 milj. EUR

• Latvijā darbojas 2 jaunuzņēmumi - Wiseberg 

(2022), OG Sense (2022) 



STIPRĀS PUSES: VĀ JĀS PUSES: IESPĒ JAS: DRAUDI:

G a l v e n i e s e c i n ā j u m i &  k o p s a v i l k u m s

SVID ANALĪZE

• Institūcijām ir izstrādātas 
sadarbības saites ar industriju 
un ārvalstu partneriem, kas 
nodrošina zināšanu apmaiņu 
un inovāciju.

• Spējas pusvadītāju 
tehnoloģiju attīstībā, 
piemēram, mikroelektronikas 
čipu dizains, kvantu, fotonikas 
un materiālu izpētes virzieni.

• Institūcijas ir identificējušas 
konkrētas nišas un 
specializācijas, piemēram, 
sensoru izstrādi un 
bezražotņu (fabless) pieeju.

• Kvalificētu speciālistu skaits 
un specializācija nav 
pietiekami nopietnai 
izaugsmei, kas apdraud 
attīstību un inovāciju 
pusvadītāju jomā.

• Nepietiekama attīstība 
«back-end» procesos 
(testēšana un iepakošana) 
līnijā un gala produktu 
ražošanā.

• Nepieciešamība pēc plašākas 
sadarbības un efektīvākas 
reģionālās un starptautiskās 
sadarbības .

• Trūkstoša infrastruktūra 
nopietnai procesu 
mērogošanai.

• Baltijas reģions var izmantot 
esošo zinātnisko un 
tehnoloģisko potenciālu, lai 
piesaistītu investīcijas un 
stiprinātu savu pozīciju 
globālajā tirgū.

• Potenciāls sadarboties starp 
valstīm un palielināt reģiona 
nozīmi pusvadītāju 
tehnoloģiju jomā.

• Piesaistīt investīcijas jaunu 
tehnoloģiju attīstīšanai un 
procesu digitalizācijai 
(dizains, testēšana, 
iepakošana), fotonika, 
materiālu raksturošana.

• Ārējās Ietekmes: svārstīgs 
finansējums, regulatīvas 
izmaiņas, globālā konkurence.

• Iekšējie Izaicinājumi: Resursu 
piešķiršana un sadalījums, 
mācību programmu 
«fleksibilitāte», izglītības 
kvalitāte, IP pārvaldība.

• Darbaspēka aizplūšana uz 
citiem tirgiem, tirgus 
izmaiņas, vides un ilgtspējas 
jautājumi un sabiedrības 
uztvere.



Specializācija

materiālu pētniecībā, 

papildinot globālo

pusvadītāju ķēdi ar

inovācijām materiālu

zinātnēs

1

Nav plaši pārstāvēts

posms, ir 2 

uzņēmumi Baltijā. 

Ieiešanu posmā

ietekmē

nepieciešamie

ieguldījumi un 

talantu trūkums.

2 3 4

Ir senas tradīcijas, jau

daudzus gadu desmitus

tiek ražotas

mikroshēmas uz 3'' un 4'' 

silīcija pamatnēm, gan

analogas gan arī

integrālās shēmas

5

Materiāli Kapitāla iekārtas IP & EDA*

*3 - Intelektuālais īpašums un elektroniskā 
dizaina automatizācija

Dizains Pamatņu apstrādes ražotne

"Fabless" pieeja, 

sensoru un fotonikas 

ierīču specializācija ir 

balstīta uz stiprām 

akadēmiskām un 

industriālām 

sadarbībām 

Līderības iezīmes 

Igaunijā, kas ļautu 

veidot sadarbību, bet 

Latvijā trūkst šobrīd 

gan pētniecības, gan 

industrijas 

pārstāvniecība 

LATVIJAS VĒRTĪBU ĶĒDES KOPSAVILKUMS

Dizaina inovācijas ir 
atbalstītas ar 
specializētām 
institūcijām (EDI & RTU) 
un augsta līmeņa 
inženierzinātnes 
prasmēm.

Potenciāls attīstīt nišu 
pamatņu ražošanā, 
izmantojot universitāšu 
un institūtu pētījumus, 
kā arī esošo 
infrastruktūru izmantot 
jauno speciālistu 
apmācībai 

Spēcīga zinātniska bāze, 
piemēram, Rīgas 
Tehniskās Universitātes 
materiālu zinātne & CFI 
spējas, veicina inovatīvu 
materiālu attīstību 



Trūkst mērogojama 

kapacitāte, bet pastāv 

nozīmīga pētniecības 

darbība ar plašu 

sadarbības loku silīcija 

fotonikas testēšanas un 

dizaina jomā RTU& EDI 

6

Ir daļēja pārstāvniecība 

ar dažām iestādēm, 

kas lepojas ar 

uzlabotām 

iespiedplašu (PCB) 

dizaina spējām (EDI)

7 8 9

Gala produkts Iespiedplates 

*6 - “Back-end”, jeb pakārtotie procesi

Gala produkts 

Spēcīga gala produkta 

attīstības un montāžas 

kompetence, ar 

oriģināliekārtu ražotāja 

(OEM) sadarbības 

piemēriem

Inovatīvi iespiedplašu  

(PCB ) dizaini un 

materiāli, ko pēta 

reģions, atbalsta 

nozares progresu. Ir 

sevi pierādījuši 

uzņēmumi: 

HansaMatrix.

LATVIJAS VĒRTĪBU ĶĒDES KOPSAVILKUMS

Pētniecības inovācijas 
var tikt pārnestas uz 
mērogotiem un plašāka 
klāsta procesiem, 
ieņemot noteiktu nišu

Back-end*

Augstas kvalitātes 
iespiedplašu (PCB) 
komponentu izstrāde, 
ko veic pētniecības 
iestādes, piemēram, 
EDI



I e g ū t i e s k a t u p a r  g l o b ā l a j ā m t e n d e n c ē m ,  
k u r a s j ā ņ e m v ē r ā v e i d o j o t L a t v i j a s
s t r a t ē ģ i j u ,  i e e j o t p u s v a d ī t ā j u g l o b ā l a j ā
t i r g ū .

M Ē R Ķ I S

P a s a u l e s  v a d o š o  u z ņ ē m u m u  
i d e n t i f i c ē š a n a  

P u s v a d ī t ā j u  v ē r t ī b u  ķ ē d e s  
g l o b ā l o  t e n d e n č u  n o v ē r t ē j u m s

P a s a u l e s v a d o š o
i z g l ī t ī b a s / p ē t n i e c ī b a s i n s t i t ū t u
i d e n t i f i c ē š a n a

Pusvadītāju nozares 
globālās tendences

S e k u n d ā r a i s  p ē t ī j u m s



POTENCIĀLS

• 2023. Gadā pieņemtā EP regula «Chip-ACT», kas paredz Eiropas konkurētspēju 

un noturību pusvadītāju tehnoloģijās un lietojumos, kā arī palīdzēs sasniegt gan 

digitālo, gan zaļo pāreju. Tas tiks darīts, stiprinot Eiropas vadošo lomu 

tehnoloģiju jomā šajā jomā.

• Pasaules pusvadītāju tirgus apjoms 2021. gadā tika novērtēts 429 miljardu ASV 

dolāru apmērā, un tas varētu pieaugt no 466,32 miljardiem USD 2022. gadā līdz 

908,92 miljardiem ASV dolāru līdz 2030. gadam, pieaugot par 8,7% CAGR 

prognozētajā periodā (2023-2030). – SkyQuest. ES tirgus daļa ir 10%, kas ir 

aptuveni 90 miljardi ASV dolāru. Mērķis ir palielināt ieteimi līdz 30% investējot 

vairāk kā 60 miljardus EUR (ES, privātās partnerības, nacionālais finansējums).  

• Viens nodarbinātais pusvadītāju tirgū rada 5,7 darbavietas citās nozarēs.

• Silīcija fotonikas «niša»:
• 2022: 1,28 miljards ASV dolāri CAGR* 26%
• 2023: 1,94 miljards ASV dolāri CAGR* 29%
• 2028: 7 miljardi ASV dolāri



TOP 30 
“FABLESS” ,  JEB 
BEZRAŽOTŅU 
UZŅĒMUMI

2 0 2 2 .  g a d s

• 2022. gadā (lēns gads) vidējie pasaules ieņēmumi bez 
rūpnīcām (fabless) uzņēmumiem pieauga par +15% 
(salīdzinot ar integrētiem mikroshēmu ražotājiem 
(IDM) - 5.6%) )
• 2021. gadā tas bija +36% (IDM: +21%)
• Trūkst EU pārstāvniecības



Gandrīz trešdaļa pasaules pusvadītāju 
dizaina inženieru strādā ASV



GLOBĀLIE IZAICINĀ JUMI

Lielo valodas modeļu 
(chat GPT u.c.) un to 
pielietojumu skaits ir 

eksponenciāli 
pieaudzis

Mikroshēmas ar 
fotonikas ierīcēm var 
pārsūtīt datus ātrāk 

un ar mazāku 
enerģijas patēriņu

Lielākā daļa aprēķinu 
notiek datu centros, 

pārraidot datus 
mazos attālumos

Tas rada milzīgas 
enerģijas izmaksas, 
kas pašlaik ir 1-3 % 

no pasaules 
enerģijas patēriņa

Energo-efektivitāte un ierīču izmēri



Galvenie secinājumi & kopsavilkums (1)

• Dizains, testēšana un iepakošana – perspektīvi virzieni

• Vadošo uzņēmumu veiksme balstās uz spēju ieguldīt 
pētniecībā, lai uzņēmums uzturētu savu konkurētspēju 
jaunu inovatīvu risinājumu izstrādē.

• Tas liecina, ka Latvijas niša testēšanas, dizaina, 
prototipēšanas un iepakošanas jomā dotu iespējas 
pieslēgties globālajām vērtību ķēdēm.

• Ar likumdošanu un starptautisko regulējumu saistīti 
izaicinājumi

• Tehniskie ierobežojumi, ko nosaka eksporta kontroles un 
starptautisko tirdzniecības regulas, prasa detalizētu izpratni 
par globālās tirdzniecības dinamiku.



Galvenie secinājumi & kopsavilkums (2)

Pusvadītāju vērtību ķēdes globālā sarežģītība

• Talantu trūkums, kuru ES pusē tuvāko gadu laikā saasinās 
intelektuālā īpašuma un kiberdrošības jautājumi.

• Izaicinājumi ietver dizaina sarežģījumus, IP licencēšanu, 
optimālas veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizēšanu.

• Uzņēmumi cenšas nodot ārpakalpojumiem dažāda veida 
procesus («back-end» testēšanas un iepakošanas, dizaina un 
dizaina verifikācijas procesus)

• Ražošanas tehniskie aspekti

• Globālās ražotnes specializējas dažādos ražošanas procesos.

• Pāreja uz jaunākiem ražošanas procesiem prasa ievērojamas 
kapitāla investīcijas un rada tehniskus izaicinājumus.



S t r a t ē ģ i j a s  u n  r ī c ī b a s  
p l ā n a  i z s t r ā d e

L a t v i j a s  e k o n o m i s k o s  u n  
k o n k u r ē t s p ē j a s  i e g u v u m u  p r o g n o z e s  
&  f i n a n š u  m o d e ļ a  i z s t r ā d e

L a t v i j a s  u n  g l o b ā l ā s  p u s v a d ī t ā j u  
v ē r t ī b u  ķ ē d e s  s a l ī d z i n ā š a n a

Latvijas pusvadītāju 
nozares vides trūkumi, 
iespējas un priekšlikumi 
nozares attīstībai 

K o p s a v i l k u m s

A t t ī s t ī b a i  n e p i e c i e š a m o  
a t b a l s t a  i n s t r u m e n t u  i z m a k s u  
p r i e k š l i k u m u  i z s t r ā d e



K A P A C I T Ā T E S  
C E L Š A N A

Talantu piesaistes, 

noturēšanas 

programmas, jaunas 

mācību programmas un 

zināšanas tieši 

pusvadītāju jomā.

T A L A N T U  
P I E S A I S T E

N I Š A S  
A P G Ū Š A N A

S T I P R Ā S  
P U S E S

I N F R A S T R U K T Ū R A S  
A T T Ī S T Ī B A

Kapacitātes celšana un 

kompetenču celšana ir 

svarīgas ilgtermiņa 

stratēģiskās aktivitātes, 

kas nesīs rezultātu pēc 

noteikta laika..

Svarīgi atrast nišu, 

skatoties iespējas 

produktiem, 

tehnoloģijām, vai 

pakalpojumiem ar 

augstu vienas vienības 

vērtību un augošu tirgu, 

kurš nav piesātināts

Stipro pušu un 

sadarbību izmantošana, 

kā testēšana, fotonika, 

dizains. Fotonika ir 

jauna nozare, kur ir 

stabili ārzemju partneri, 

mazāk konkurences un 

augošs pieprasījums.

Investēt testēšanas un 

dizaina infrastruktūrā,  

nodrošinot laboratorijas 

darbības un to 

papildināšana ar 

iepakošanas iekārtām 

Latvijā



• Pašreizējais stāvoklis: Ir pamats fundamentālajā 
pusvadītāju fizikā; programmas cietvielu fizikā, lietišķajā 
ķīmijā, elektronisko signālu analīzē, nanotehnoloģijās u.c.

• Konstatētās nepilnības: Trūkst lietišķo kursu pusvadītāju 
tehnoloģijās un elektronikas/optoelektronikas dizainā.

• Vēlamās programmas:
• CMOS elektronikas tehnoloģijas procesi
• Pusvadītāju ražošanas iekārtu būve
• Analogās un digitālās elektronikas dizains
• Optoelektronikas dizains
• Pusvadītāju ierīču testēšana un iepakošana
• Pusvadītāju uzlabotie pielietojumi (kvantu sakari, 

aizsardzība, mākslīgais intelekts u.c.)

PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS UN 
NEPIECIEŠAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS



• Mācībspēku apmācība: Sūtīt esošos
mācībspēkus apgūt zināšanas pusvadītāju nozarēs, 
piemēram, more-than-Moore, kvantu skaitļošana, 
augstas jaudas mikroelektronika, mākslīgais
intelekts u.c.

• Attālinātas izglītības platformas izmantošana: 
Piemēram, semi.org un edx.org.

• Vieslektoru piesaiste: No vadošām pusvadītāju
nozares augstskolām, iestādēm (potenciāls: 
sadarbība ar IMEC -> kompetenču centri & 
pilotlīnijas).

NEPIECIEŠAMAIS DARBA SPĒKS 
UN IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA



• Pusvadītāju dizaina «laboratorijas» izveide: Jāiegulda 
testēšanas dizaina kapacitātē pētniecības iestādēm 
produkcijas mērogošanai – sākot ar pierādītu LV spēcīgo 
pusi: fotonikas čipi (telekomunikāciju nozarē RTU), 
polimēru fotonikas čipi (CFI), elektronikas čipu dizains 
(EDI), un to attīstot tālāk ar citiem virzieniem.

• Iepakošanas pakalpojumu sniegšana: Eiropā pastāv 
labs biznesa potenciāls, jo konkurentu ir maz; Latvija jau 
tagad ir kompetenta telekomunikāciju čipu testēšanā 
(telekomunikācijas, datu centri, utt.).

TRŪKSTOŠĀ INFRASTRUKTŪRA



1. Dizains
3. Iepakošana 5. Prototipēšana4. Pilotlīnijas 6. Ražošana2. Testēšana

Silīcija fotonikas pilotlīnijas 

(RTU sadarbībā ar CFI & 

IMEC), polimēru fotonikas 

pilotlīnija (CFI)

Testēšanas & Dizaina laboratorija 

RTU sadarbībā ar EDI & CFI.

Testēšanas & dizaina 

laboratorijas papildināšana 

ar iepakošanas iekārtām

2.POSMS

«Fabless» (bezražotņu) pieeja 

un čipu izstrādē un ražošanā – 

un nākotnē analogo čipu 

ražošana (sadarbībā ar Latvijas 

čipu ražotājiem)

Attīstīt pilotlīniju 

infrastruktūru, lai sniegtu 

prototipēšanas 

pakalpojumus

1.POSMS

PROJEKTA ATTĪSTĪBAS IETVARS LATVIJAS MĒROGĀ

ESOŠO TELPU PIELĀGOŠANA TĪRTELPĀM UN 

IEKĀRTU IEGĀDE 
JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA UN IEKĀRTU ATTĪSTĪBA

12 milj EUR

Esošo telpu pielāgošana, iekārtu iegāde

33 milj EUR
. Jaunas ēkas būvniecība, iekārtu iegāde, jauno tīrtelpu izbūve
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Programmas nosaukums Interreg Centrālais Baltijas 

reģions

ALTUM Apvārsnis Eiropa Digitālā Eiropa Life+ Inovācijas fonds

Maksimālais projekta 
finansiālais apjoms

No 200 tūkst. līdz 4M EUR No 10 tūkst. līdz 20M EUR No 500 tūkst. līdz 20M EUR No 500 tūkst. līdz 20M EUR No 500 tūkst. līdz 20M EUR Līdz 20 M EUR

Pieteikšanās termiņš 2024. gada sākums 
(provizoriski marts/aprīlis)

Katram uzsaukumam 
individuāli

Katram uzsaukumam 
individuāli

Katram uzsaukumam individuāli Katram uzsaukumam individuāli Reizi gadā
(līdz 09.04.2024)

Līdzfinansējuma attiecība % 80% Aizdevums / grants kā kapitāla 

atlaide 30% apmērā

70 līdz 100 % 50 līdz 100 % 50 līdz 100 % 60% vai 100%

Projekta darbības izmaksas

Zinātnieku darbaspēka 
izmaksas

Programmā nevar paredzēt 

zinātniskās darbības, izmaksas

Programmā nevar paredzēt 

zinātniskās darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt 

zinātniskās darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt 

zinātniskās darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt zinātniskās 

darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt zinātniskās 

darbības, izmaksas

Inženieru darbaspēka izmaksas *Programmā var paredzēt  

inženieru darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt  

inženieru darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt  

inženieru darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt  

inženieru darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt  inženieru 

darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt  inženieru 

darbības, izmaksas

Speciālistu darbaspēka 
izmaksas

*Programmā var paredzēt  

speciālistu darbības, 

izmaksas

*Programmā var paredzēt  

speciālistu darbības, 

izmaksas

*Programmā var paredzēt  

speciālistu darbības, 

izmaksas

*Programmā var paredzēt  

speciālistu darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt  speciālistu 

darbības, izmaksas

*Programmā var paredzēt  speciālistu 

darbības, izmaksas

Atbalsta funkciju darbaspēka 
izmaksas

Programmā nevar paredzēt  

atbalsta funkciju darbaspēka 

izmaksas

*Programmā var paredzēt  

atbalsta funkciju darbaspēka 

izmaksas

Programmā nevar paredzēt  

atbalsta funkciju darbaspēka 

izmaksas

Programmā nevar paredzēt  

atbalsta funkciju darbaspēka 

izmaksas

Programmā nevar paredzēt  atbalsta 

funkciju darbaspēka izmaksas

*Programmā var paredzēt  atbalsta funkciju 

darbaspēka izmaksas

Iekārtu uzturēšana un remonts Programmā var paredzēt 

iekārtu uzturēšana un 

remonts

Programmā var paredzēt 
iekārtu uzturēšana un 

remonts

Programmā nevar paredzēt 
iekārtu uzturēšana un 

remonts

Programmā nevar paredzēt 
iekārtu uzturēšana un remonts

Programmā nevar paredzēt iekārtu 
uzturēšana un remonts

*Programmā var paredzēt iekārtu 
uzturēšana un remonts

Programmatūras 
nodrošinājums

*Programmā var paredzēt 

programmatūras 

nodrošinājumu

*Programmā var paredzēt 

programmatūras 

nodrošinājumu

*Programmā var paredzēt 

programmatūras 

nodrošinājumu

*Programmā var paredzēt 

programmatūras nodrošinājumu

*Programmā var paredzēt 

programmatūras nodrošinājumu

*Programmā var paredzēt programmatūras 

nodrošinājumu

Telpu uzturēšana Programmā nevar paredzēt 

telpu uzturēšanu

Programmā var paredzēt 

telpu uzturēšanu

Programmā nevar paredzēt 

telpu uzturēšanu

Programmā nevar paredzēt telpu 

uzturēšanu

Programmā nevar paredzēt telpu 

uzturēšanu

*Programmā var paredzēt telpu uzturēšanu

Komunālie maksājumi Programmā nevar paredzēt 

komunālos maksājumus

Programmā var paredzēt 

komunālos maksājumus

Programmā nevar paredzēt 

komunālos maksājumus

Programmā nevar paredzēt 

komunālos maksājumus

Programmā nevar paredzēt 

komunālos maksājumus

Programmā nevar paredzēt komunālos 

maksājumus

Projektā ieguldītais kapitāls

Ieguldījumi telpu iegādei Programmā nevar paredzēt 

ieguldījumus telpu iegādei

Programmā var paredzēt 

ieguldījumus telpu iegādei

Programmā nevar paredzēt 

ieguldījumus telpu iegādei

Programmā nevar paredzēt 

ieguldījumus telpu iegādei

Programmā nevar paredzēt 

ieguldījumus telpu iegādei

*Programmā var paredzēt ieguldījumus 

telpu iegādei

Ieguldījumi tīrtelpu 
pielāgošanai

*Programmā var paredzēt 

ieguldījumus tīrtelpu 

pielāgošanai

*Programmā var paredzēt 

ieguldījumus tīrtelpu 

pielāgošanai

Programmā nevar paredzēt 

ieguldījumus tīrtelpu 

pielāgošanai

*Programmā var paredzēt 

ieguldījumus tīrtelpu pielāgošanai

*Programmā var paredzēt 

ieguldījumus tīrtelpu pielāgošana

*Programmā var paredzēt ieguldījumus 

tīrtelpu pielāgošana

Ieguldījumi iekārtās *Programmā var paredzēt 

ieguldījumus iekārtās

*Programmā var paredzēt 

ieguldījumus iekārtās

Programmā nevar paredzēt 

ieguldījumus iekārtā

*Programmā var paredzēt 

ieguldījumus iekārtās

*Programmā var paredzēt 

ieguldījumus iekārtās

*Programmā var paredzēt ieguldījumus 

iekārtās



Attīstīta zinātniski pētnieciskā bāze 

pusvadītāju materiālu, elektronikas un 

īpaši fotonikas jomā, kas paver daudz 

iespējas dažādu jaunu virzienu attīstībai šajā 

nozarē, kā būtiskākos minot, čipu dizains, 

prototipēšana un atsevišķu ražošanas 

darbaplūsmu izveide (izveidojot pilotlīniju), 

testēšana un iepakošana 

Z I N ĀT N E S  B Ā Z E1

Vāja sadarbība ar industriju, galvenokārt 

tādēļ, ka ir relatīvi maz industrijas pārstāvji, 

izņemot to kuri pārstāv McKinsey 

elektronikas vērtību ķēdes 8. un 9. posmus

VĀ J A  S A D A R B Ī B A3

ir minimāli nepieciešamā infrastruktūra vai 

piekļuve infrastruktūrai, lai parādītu 

konkurētspējīgus rezultātus, kā arī ir pamats 

pilotlīniju izveidošanai. Tomēr modernāku iekārtu 

iegāde un atvērtas piekļuves pilotlīnijas un 

testēšanas un dizaina centra izveide ir kritiska, lai 

kļūtu konkurētspējīgi un nodrošinātu tālāku attīstību 

M I N I M Ā L A  I N F R A S T R U K T Ū R A2

Tematiska plaisa starp industriju un pētniecību. 

Pētniecība bieži notiek jomās, kurās Latvijā nav 

industrijas pārstāvniecības un otrādi - zinātne

nenodrošina industrijai nepieciešamās kompetences

un servisus, īpaši tradicionālo pusvadītāju

elektronikas jomā

T E M AT I S K A S  P L A I S A S4

SECINĀ JUMI  (1 )



Pētniecība šobrīd ir zema TRL (tehnoloģijas 

gatavības līmenī), tās tālāka komercializācija 

ir saistīta ar augstu risku, tāpēc industrija 

iesaistās tikai publiski finansētos projektos 

K O M E R C I A L I Z Ā C I J A S  R I S K I5

Lielākā daļa uzņēmumu atzīst cilvēkresursu 

problēmu, nav kvalificētu speciālistu 

pietiekamā daudzumā 

C I L V Ē K U  K A P I TĀ L S7

Katastrofāli zems Jaunuzņēmumu skaits, kas liecina, ka 

dažādu pētījumu rezultāti ir nepietiekami attīstīti, tiem ir pārāk 

zems TRL līmenis, lai tos komercializētu. Tas atspoguļojās mūsu 

tuvāko kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas ievērojami labākās 

pozīcijas atbilstoši 19. un 12. pozīcija inovāciju reitingā, pretstatā 

Latvijas 25. pozīcija 27 valstu konkurencē 

J A U N U Z Ņ Ē M U M U  T R Ū K U M S6

SECINĀ JUMI  (2 )



1

2

34

5

6

Jāveic plaši informatīvie pasākumi informējot 

galvenās ieinteresētas puses par pusvadītāju jomas 

attīstības plāniem, Eiropas mikroshēmu akta 

sniegtajām iespējām, kā arī skaidrojot sabiedrībai 

par ieguvumu no investīcijām pusvadītāju jomā

N O D R O Š I N Ā T  I N F O R M Ā C I J A S  A P R I T I

Nodefinēti iesaistīto pušu intereses, atbildības un 

veicamie uzdevumi, ieskaitot kopēja informēšana 

par pieejamām atbalsta iespējām, kā arī darbu 

veikšana saskaņā ar izstrādāto stratēģiju

S P Ē C I N Ā T  P U S V A D Ī T Ā J U  P A R T N E R Ī B U

Iepirkt vajadzīgās iekārtas, pielāgot 

nepieciešamās telpas, ir nepieciešams lielāks 

Latvijas valdības atbalsts, izstrādāt atbalsta 

instrumentus, kas tieši paredzēti stratēģijas 

tālākai īstenošanai

I N V E S T Ē T  I N F R A S T R U K T Ū R Ā

Motivē iesaistītās puses aktīvi darboties, 

iesaistīties un dalīties kopēju mērķu, 

problēmu vārdā, ilgtermiņu risinājumu 

vārdā, kā piemēram Privāto, Publisko 

partnerību modelis

I E V I E S T  P Ā R V A L D Ī B A S  M O D E L I

Gan individuāli  galveno pusvadītāju jomas iesaistīto 

pušu uzņēmumu, organizāciju darbībā, gan kvalitatīvu 

pieteikumu pieteikšanai, gan, lai spētu pieteikt 

projektus visās iespējās, tādejādi palielinot iespējas no 

ES fondu piesaistes

STIPRINĀT KAPACITĀTI FONDU PIESAISTI Izglītības jomas stiprināšanai, gan pētniecībai, 

gan jaunu produktu izstrādei, kā arī kapacitātes

stiprināšanai. Darba uzdevumi, darbi, kas jāveic

starp iesaistītam, lai aktīvāk startētu ES fondu 

iespējās.

I Z M A N T O T  E S  F O N D U  I E S P Ē J A S

PRIEKŠL IKUMI  (1 )



ZIŅOJUMS VALDĪBAI
PAR LATVIJAS IESPĒJĀM 
PUSVADĪTĀJU TEHNOLOĢIJĀS
EKONOMIKAS MINISTRIJA



MĒRĶIS

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS “PAR LATVIJAS IESPĒJĀM PUSVADĪTĀJU 
TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS JOMĀ”

EM, IZM, LIAA, LZP + INDUSTRIJA. MK LĪDZ 30.06.2024.

Pusvadītāju iespējas un potenciāls globālajā vērtību ķēdē: LIAA PĒTĪJUMS

Latvijas pusvadītāju kompetenču centra (Mikroshēmu akts) deleģējums

Pusvadītāju tehnoloģiju attīstības ietekme uz valsts ekonomiku: LIAA PĒTĪJUMS

Finansēšanas iespējas un pārvaldības modelis nozares attīstībai: tīrtelpas iekārtošana 
un iekārtu aprīkojums



FOKUSĀ: TĪRTELPA, IEKĀRTU APRĪKOJUMS & 
KOMPETENČU CENTRS

ESOŠO TELPU 
PIELĀGOŠANAS 

IZMAKSAS TĪRTELPĀM
€ 2,4 MILJ. 

ČIPU DIZAINA FABRIKA 
“DIGITĀLOS ČIPU 

DVĪŅU” VEIDOŠANAI
€ 180 TŪKST. GADĀ

IEKĀRTU IEGĀDES 
IZMAKSAS
€ 8,5 MILJ. 

LATVIJAS PUSVADĪTĀJU KOMPETENČU CENTRS
LĪDZ € 2 MILJ. GADĀ 4 GADUS (ES + VALSTS BUDŽETS)



FINANSĒJUMA IESPĒJAS: EM, IZM

AIZDEVUMI UZŅĒMUMU 
INOVĀCIJĀM  

68,2 MEUR

LIELO INVESTĪCIJU 
FONDS

IK GADU 80 MEUR (VB)

STARTA UN 
PRODUKTIVITĀTES 

AIZDEVUMI

30,2 MEUR

DIGITALIZĀCIJAS 
GRANTI

67,61 MEUR

ATBALSTS JAUNU DARBA 
VIETU RADĪŠANAI

30,1 MEUR
VĒLAMAIS PAPILDUS 45 MEUR

ATBALSTS JAUNU DARBA 
VIETU RADĪŠANAI

30,1 MEUR
VĒLAMAIS PAPILDUS 45 MEUR

DIGITALIZĀCIJAS 
AIZDEVUMI

45,1 MEUR

JAUNI PRODUKTI
 

168 MEUR (ANM)
27,3 MEUR (ERAF)

TEHNOLOĢIJU PĀRNESE

26,5 MEUR

ILTERMIŅA VALSTS PĒTĪJUMU 
PROGRAMMA «INOVĀCIJU 

FONDS – NOZARU PĒTĪJUMU 
PROGRAMMA»

22 MEUR (2024.-2026.) + 8 
MILJ. IK GADU

1.1.1.2. PĒTNIECĪBAS 
INFRASTRUKTŪRAS 

ATBALSTS

57 MEUR (DIVAS 
KĀRTAS)

26.05.2015. MK NOTEIKUMI 
NR. 259 «ATBALSTA 

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
DALĪBAI STARPTAUTISKĀS 

SADARBĪBAS PROGRAMMĀS 
PĒTNIECĪBAS UN 

TEHNOLOĢIJU JOMĀ»



FINANSĒJUMA MEHĀNISMI: VARIANTI

Kā UZŅĒMĒJDARBĪBAS atbalsts Kā PĒTNIECĪBAS projekts 

RTU kā komersants izmanto EM atbalstu 
(infrastruktūrai) kombinācijā ar IZM atbalstu 
(iekārtām) 

Privāta investīcija, piem., Nekustamā īpašuma 
attīstītājs. RTU/valsts kā iznomātājs ar izpirkuma 
tiesībām

Publiskā privātā partnerība

Komersantu projekts (EM INVESTĪCIJU FONDS), 
kombinācijā ar RTU vai RTU/CFI/EDI/LU projektu 
(IZM PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATBALSTS)

Komersantu projekts (EM INVESTĪCIJU FONDS), 
kombinācijā ar RTU vai RTU/CFI/EDI/LU projektu 
(AIZŅĒMUMS EIROPAS INVESTĪCIJU BANKĀ)

RTU vai RTU/,CFI/EDI/LU projektu aizņēmums 
Eiropas Investīciju Bankā vai citā finanšu 
iestādē

RTU vai RTU/,CFI/EDI/LU projekts (IZM  
pētniecības infrastruktūras atbalsts)  
kombinācijā ar aizņēmumu Eiropas 
Investīciju Bankā vai citā finanšu iestādē

100% RTU vai RTU/,CFI/EDI/LU projekts (IZM 
pētniecības infrastruktūras atbalsts) 

RTU izveidota kapitālsabiedrība

RTU kā komersants izmanto EM atbalstu 
(infrastruktūrai) kombinācijā VPP atbalstu 
(iekārtām) 



MIKROSHĒMU KOMPETENCES CENTRA DELEĢĒJUMS

Noteikts ES Mikroshēmu aktā

PRIEKŠLIKUMS: 

(1) Latvijas Mikroshēmu KC tiek veidots kā PO partnerība; 

(2) no Latvijas tiek virzīts viens pieteikums; 

(3) tiek ņemts vērā Mikroshēmu Memorandu parakstījušo pušu viedoklis.

IZM sadarbībā ar EM izraugās Latvijas Mikroshēmu KC

IZM plāno finansējumu KC (MK noteikumi Nr. 259)…

EM + IZM/LIAA sagatavo informatīvo ziņojumu uz MK (līdz 30.06.), 
kurā ietver informāciju par Latvijas izvēlēto Mikroshēmu KC



PALDIES
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